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(57) Abstract

The invention relates to a photosensitive adhesive to increase the strength of adhesive binding for books. The inventive adhesive
reacts radically and/or cationically and can be used in a one or two-shot process. Common hot-melt adhesives and dispersion adhesives
can be used as a second adhesive. The novel method simplifies manipulation since pot life is unlimited.

(57) Zusammenfassung

Zur Steigerung der Festigkeiten wird fiir die Klebebindung von Biichem cin photosensibler Klebstoff vorgeschiagen, der radikalisch
und/oder kationisch reagiert. Er kann im one- oder im two-shot-Verfahren eingesetzt werden. Als zweiter Klebstoff kommen tbliche
Schmelzklebstoffe und Dispersionskiebstoffe in Frage. Das neue Verfahren vereinfacht auch die Handhabung, da die Topfzeit beliebig lang
ist.




